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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Fingerab-
drucksensorvorrichtungen, und im besonderen eine
Fingerabdrucksensorvorrichtung, bei der ein Finger-
abdrucksensorelement, das auf einem Halbleiterele-
ment gebildet ist, in einem Zustand verpackt ist, wenn
das Fingerabdrucksensorelement auf der Oberflache
der Fingersensorvorrichtung exponiert ist.

[0002] Wahrend sich die Ubermittlung von elektroni-
schen Informationen immer mehr ausbreitet, nimmt
eine Nachfrage nach Ausflhrung der individuellen
Erkennung in elektronischen Einrichtungen zu, um
die Vertraulichkeit von persdnlichen Informationen zu
schutzen. Obwohl verschiedene Techniken als Mittel
zur personlichen Identifizierung entwickelt und in der
Praxis eingesetzt worden sind, hat davon eine Tech-
nik zum Unterscheiden von Fingerabdriicken die Auf-
merksamkeit erregt.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0003] Eine Fingerabdrucksensorvorrichtung ist
eine Vorrichtung zum Erkennen eines Musters eines
Fingerabdrucks eines menschlichen Fingers. Um
eine kleine Fingerabdrucksensorvorrichtung zu ent-
wickeln, ist ein Halbleiterchip fir einen Fingerab-
drucksensor entwickelt worden, worauf ein Fingerab-
drucksensorteil gebildet ist. Im allgemeinen umfalfit
der Fingerabdrucksensorteil einen Drucksensor oder
einen Kapazitatssensor, und er verarbeitet Informati-
onen von einem Sensorteil durch einen Halbleiter-
chip, um die Erkennung und Unterscheidung eines
Fingerabdrucks vorzunehmen. Solch ein Halbleiter-
chip fir einen Fingerabdrucksensor ist ahnlich wie re-
gulare Halbleiterchips in einem Abdichtungsharz ein-
gekapselt und in elektronischen Einrichtungen als
Fingerabdrucksensor-Halbleitervorrichtung inkorpo-
riert.

[0004] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Harzeinkapselungsprozeld bei einem Herstellungs-
prozefld einer herkdmmlichen Fingerabdrucksensor-
vorrichtung zeigt (siehe z. B. EP0789334 A2). Ein
Halbleiterelement 2 fir Fingerabdrucksensoren hat
einen Sensorteil 4 in einer Schaltungsbildungsober-
flache von sich, und Elektroden sind rings um den
Sensorteil 4 angeordnet. Die Elektroden sind durch
Golddrahte 6 oder dergleichen mit Elektrodenkissen
8a einer Schaltungsplatte 8 als Zwischenglied durch
Drahtbonden verbunden. Der Halbleiterchip 2 und
die Golddrahte 6 werden in Abdichtungsharz ge-
prefdt, und so wird ein Abdichtungsharzteil 10 gebil-
det.

[0005] Der Sensorteil 4 ist ein Teil, mit dem ein Fin-
ger direkt in Kontakt kommt, um einen Fingerabdruck
zu erkennen, und er muf® von dem Abdichtungsharz-
teil 10 exponiert sein. Deshalb wird, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, wenn der Halbleiterchip 2 durch eine Pref3form
12 geformt wird, ein Abstandshalter 14 zwischen der
Pref3form 12 und dem Sensorteil 4 vorgesehen, um
den Abstandshalter 14 gegen den Sensorteil 4 zu
pressen, so dal das Abdichtungsharz nicht die Ober-
flache des Sensorteils 4 bedeckt.

[0006] Der Abstandshalter 14 wird aus einem Mate-
rial wie beispielsweise Gummi oder Kunststoff gebil-
det, das in gewissem Male elastisch ist, und durch
die Pref3form 12 gegen den Sensorteil 4 gepref3t. Da-
durch wird verhindert, da® das Abdichtungsharz
wahrend des Formprozesses auf die Oberflache des
Sensorteils flie3t.

[0007] GemalR der Verfahrensweise zum Erzielen
des exponierten Zustandes des Sensorteils 4 durch
Dagegenpressen des Abstandshalters 14 wahrend
des Formprozesses kann der Sensorteil 4 beschadigt
werden, wenn der Abstandshalter 14 gegen den Sen-
sorteil 4 geprel3t wird, falls der Abstandshalter nicht in
gewissem Malde elastisch ist. Falls der Sensorteil 4
jedoch elastisch ist, kann das Abdichtungsharz zwi-
schen dem Sensorteil 4 und dem Abstandshalter 14
auf Grund eines HarzpreRdrucks eindringen.

[0008] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung, die geformt wird, in ei-
nem Zustand, wenn das Abdichtungsharz zwischen
dem Sensorteil 4 und dem Abstandshalter 14 ein-
dringt. Eine Offnung 10a des Abdichtungsharzteils 10
ist in einem Teil gebildet, auf dem der Abstandshalter
14 wahrend des Formprozesses angeordnet war,
und der Sensorteil 4 ist innerhalb der Offnung 10a ex-
poniert.

[0009] Jedoch wirkt das Abdichtungsharz, wie in
Fig. 2 gezeigt, das zwischen dem Sensorteil 4 und
dem Abstandshalter 14 eingedrungen ist, als Form-
grat 16 und haftet an der Oberflache des Sensorteils
4. Aus diesem Grund ist ein Teil der Oberflache des
Sensorteils 4 mit dem Formgrat 16 bedeckt, und
solch ein Teil kann die Funktion als Sensorteil verlie-
ren. Das heildt, der Bereich des Teils, der die Funkti-
onen als Sensorteil 4 vorsieht, kann sich verkleinern.

[0010] Falls der Fingerabdrucksensor ein soge-
nannter Bereichstyp ist, worin der Sensorteil 4 einen
relativ groRen Bereich einnimmt, kann der verblei-
bende unbedeckte Teil die Funktion als Sensorteil
wahren, da ein Anteil des mit dem Formgrat bedeck-
ten Teils klein ist. Jedoch betragt im Falle eines Fin-
gerabdrucksensors des sogenannten Uberstreich-
typs (wie er z. B. aus US 6289114 B1 bekannt ist), der
einen Fingerabdruck dadurch liest, dal} ein Finger
Uber einen Sensorteil hinwegfahrt, eine Breite H des
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Sensorteils 4 nur 1 mm. Im allgemeinen betragt die
Lange L von einem Formgrat 0,3 mm — 0,5 mm, und
ein groRer Teil des Sensorteils 4 kann mit dem Form-
grat bedeckt sein, wodurch ein Versagen der Funkti-
on des Sensorteils herbeigefihrt wird.

[0011] Zusatzlich ist im Falle eines Fingerabdruck-
sensors des Uberstreichtyps, wenn eine Héhe des
Harzes hoch ist, das den exponierten Teil des Sen-
sorteils 4 umgibt, auch das Problem vorhanden, daf3
eine Operation zum Dariiberhinwegfahren (Uber-
streichen) mit einem Finger schwierig wird, wahrend
der Finger den Sensorteil kontaktiert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Eine allgemeine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ist das Vorsehen einer verbesserten und
brauchbaren Fingerabdrucksensorvorrichtung, bei
der die obenerwahnten Probleme eliminiert sind.

[0013] Ein spezifischeres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist das Vorsehen einer Fingerabdrucksensor-
vorrichtung, die eine normale Fingerabdrucksensor-
funktion auch dann bieten kann, wenn sich ein Form-
grat oder UberfluB bildet.

[0014] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung
ist das Vorsehen eines Fingerabdrucksensors des
Uberstreichtyps, bei dem eine einfache Fingerbewe-
gung mdglich ist, indem ein Harzteil verkleinert wird,
der einen Sensorteil umgibt.

[0015] Gemal einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist eine Fingerabdrucksensorvorrichtung zum
Erkennen eines Musters eines Fingerabdrucks vor-
gesehen, indem sie mit einem Finger kontaktiert wird,
mit: einem Halbleiterchip, der eine Oberflache hat,
worauf ein Sensorteil gebildet ist; und einem Abdich-
tungsharzteil, der den Halbleiterchip einkapselt, wor-
in der Sensorteil und ein Teil einer Oberflache des
Halbleiterchips in einem Boden einer Offnung, die in
dem Abdichtungsharzteil gebildet ist, exponiert sind
und ein Abschnitt des Abdichtungsharzteils, der die
Offnung bildet, in einer Richtung, in der der Finger be-
wegt wird, eine flache Oberflache innerhalb dersel-
ben Ebene ist, in der eine exponierte Oberflache des
Halbleiterchips liegt.

[0016] Gemall der obenerwahnten Erfindung ist
dann, wenn ein Finger langs des Sensorteils bewegt
(gescant) wird, wahrend der Finger den Sensorteil
kontaktiert, kein Abdichtungsharzteil vorhanden, der
ein Hindernis bezuglich der Bewegung des Fingers
sein kénnte. Somit kann eine Fingerabdruckerken-
nungsoperation reibungslos ausgefuhrt werden und
kann eine akkurate Erkennung beibehalten werden.

[0017] In der obigen Fingerabdrucksensorvorrich-
tung kann ein Vorsprung als Teil des Abdichtungs-

harzteils gebildet sein, welcher Vorsprung sich ritt-
lings auf einer Grenze und langs derselben zwischen
der exponierten Oberflache des Halbleiterchips und
der flachen Oberflache des Abdichtungsharzteils er-
streckt. Da der Rand des Halbleiterchips mit dem
Vorsprung des Abdichtungsharzteils bedeckt ist, wird
somit der Rand des Halbleiterchips geschitzt, der
leicht abbrechen oder zerspringen kann.

[0018] Zusatzlich ist gemal einem anderen Aspekt
der vorliegenden Erfindung eine Fingerabdrucksen-
sorvorrichtung zum Erkennen eines Musters eines
Fingerabdrucks vorgesehen, indem sie mit einem
Finger kontaktiert wird, mit: einem Halbleiterchip, der
eine Oberflache hat, worauf ein Sensorteil gebildet
ist; und einem Abdichtungsharzteil, der den Halblei-
terchip einkapselt, wobei der Sensorteil und ein Teil
einer Oberflache des Halbleiterchips in einem Boden
einer Offnung, die in dem Abdichtungsharzteil gebil-
det ist, exponiert sind und ein Abschnitt des Abdich-
tungsharzteils, der die Offnung bildet, in einer Rich-
tung, in der sich der Finger bewegt, niedriger als an-
dere Abschnitte des Abdichtungsharzteils, aber ho-
her als eine exponierte Oberflache des Halbleiter-
chips ist.

[0019] GemaR der obigen Erfindung ist der Ab-
schnitt des Abdichtungsharzteils in der Bewegungs-
richtung des Fingers niedriger als andere Abschnitte
gebildet. Somit kann, wenn der Finger langs des Sen-
sorteils bewegt (gescant) wird, wahrend der Finger
den Sensorteil kontaktiert, eine Fingerabdruckerken-
nungsoperation reibungslos ausgefuhrt werden und
kann eine akkurate Erkennung beibehalten werden.

[0020] Andere Ziele, Merkmale und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung gehen aus der folgenden einge-
henden Beschreibung in Verbindung mit den beilie-
genden Zeichnungen deutlicher hervor.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Harzeinkapselungsprozeld bei einem Herstellungs-
prozel einer herkdbmmlichen Fingerabdrucksensor-
vorrichtung zeigt;

[0022] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht einer Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung, die geformt wird, in ei-
nem Zustand, wenn Abdichtungsharz zwischen ei-
nem Sensorteil und einem Abstandshalter eindringt;

[0023] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer ers-
ten Fingerabdrucksensorvorrichtung;

[0024] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Prozel} der Harzformung eines Halbleiterchips bei ei-
nem Herstellungsprozeld der in Eig. 3 gezeigten Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung zeigt;
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[0025] Fig.5 ist eine Querschnittsansicht einer
zweiten Fingerabdrucksensorvorrichtung;

[0026] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Prozel} der Harzformung eines Halbleiterchips bei ei-
nem Herstellungsprozel3 der in Fig. 5 gezeigten Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung zeigt;

[0027] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht zum Er-
lautern einer Fingerabdrucksensorvorrichtung des
Uberstreichtyps;

[0028] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht einer Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung gemaR einer ersten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Prozel} der Harzformung eines Halbleiterchips bei ei-
nem Herstellungsprozeld der in Fig. 8 gezeigten Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung zeigt;

[0030] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht, die eine
Variante der Fingerabdrucksensorvorrichtung geman
der ersten Ausfiihrungsform zeigt;

[0031] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Prozel der Harzformung eines Halbleiterchips
bei einem Herstellungsprozel der in Fig. 10 gezeig-
ten Fingerabdrucksensorvorrichtung zeigt;

[0032] Fig.12 ist eine Querschnittsansicht einer
Fingerabdrucksensorvorrichtung gemaR einer zwei-
ten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Vorbereitungsprozel® vor dem Ausfuhren der
Harzformung eines Halbleiterchips bei einem Her-
stellungsprozel’ der in Fig. 12 gezeigten Fingerab-
drucksensorvorrichtung zeigt;

[0034] Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Prozell der Harzformung eines Halbleiterchips
bei dem Herstellungsprozel der in Eig. 12 gezeigten
Fingerabdrucksensorvorrichtung zeigt;

[0035] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Prozel zum Bilden eines lichtempfindlichen
Harzfilms vor der Harzformung eines Halbleiterchips
bei einem Herstellungsproze3 der Fingerabdruck-
sensorvorrichtung von Fig. 12 zeigt;

[0036] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Prozell der Harzformung eines Halbleiterchips
bei einem Herstellungsprozel der in Fig. 12 gezeig-
ten Fingerabdrucksensorvorrichtung zeigt; und

[0037] FEig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Prozeld zum Exponieren nach der Harzformung
bei dem Herstellungsprozel der in Eig. 12 gezeigten
Fingerabdrucksensorvorrichtung zeigt.

EINGEHENDE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0038] Die Fig. 3 bis Fig. 7 zeigen Fingerabdruck-
sensorvorrichtungen, die zwar die vorliegende Erfin-
dung nicht verkdrpern, aber hier unten beschrieben
werden sollen, um das Versténdnis der vorliegenden
Erfindung zu unterstitzen. Fig. 3 ist eine Quer-
schnittsansicht einer ersten Fingerabdrucksensor-
vorrichtung. In Fig. 3 sind Teile, die dieselben wie die
in Fig. 2 gezeigten Teile sind, mit denselben Bezugs-
zeichen versehen, und Beschreibungen derselben
werden weggelassen.

[0039] Die erste Fingerabdrucksensorvorrichtung
unterscheidet sich von dem Fingerabdrucksensor,
der in Fig. 2 gezeigt ist, darin, daR eine Offnung 18
vorhanden ist, die gréRer als die Offnung 10a ist, die
auf der oberen Flache des Harzabdichtungsteils 10
der in Fig. 2 gezeigten Fingerabdrucksensorvorrich-
tung gebildet ist.

[0040] Die Basisstruktur der in Fig. 3 gezeigten Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung ist dieselbe wie die
Struktur des in Fig. 2 gezeigten Fingerabdrucksen-
sors, und der Halbleiterchip 2, der durch ein Chip-
bondmaterial 22 auf einer Schaltungsplatte befestigt
ist, wird in Abdichtungsharz gepreft. Die Offnung 18
ist in dem Abdichtungsharzteil 10 gebildet, und der
Sensorteil 4 des Halbleiterchips 2 ist im Boden der
Offnung 18 exponiert.

[0041] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Prozeld zum Einkapseln des Halbleiterchips 2 durch
das Abdichtungsharz bei einem Herstellungsprozef}
der in Fig. 3 gezeigten Fingerabdrucksensorvorrich-
tung zeigt. Die Offnung 18 des Abdichtungsharzteils
10 wird gebildet, indem ein Abstandshalter 20 im In-
neren einer Prel3form angeordnet wird. Die erste Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung hat eine flache Konfi-
guration von 4,5 mmx14 mm, und der Halbleiterchip
2 hat eine flache Konfiguration von 3 mmx13 mm.
Der Sensorteil 4 ist in einem langlichen Bereich gebil-
det, der eine Breite von etwa 1 mm hat. Der in Eig. 3
und Fig. 4 gezeigte Sensorteil ist im Querschnitt in
der Richtung der Breite des Sensorteils 4 dargestellt.

[0042] Der Abstandshalter 20 wird, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, wenn der Halbleiterchip 2 in Harz gepref3t wird,
an der Pref3form 12 so befestigt, dal® der Abstands-
halter 20 zwischen der Pref3form 12 und dem Sensor-
teil 4 positioniert ist. Ein Teil, in den das Abdichtungs-
harz auf Grund des Abstandshalters 20 nicht flief3t,
entspricht der Offnung 18. Das heiRt, der Abdich-
tungsharzteil wird aus der Pref3form 12 entfernt; die
Offnung ist an der Position gebildet, wo der Ab-
standshalter 20 vorhanden war; und der Sensorteil 4
istim Boden der Offnung 18 exponiert.

[0043] Der Abstandshalter 20 wird aus einem Mate-
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rial gebildet, das Elastizitat besitzt, wie beispielswei-
se aus einem warmebestandigen Kunststoff wie Po-
lyimidharz oder einem warmebestandigen Gummi
wie Silikongummi, und wird an einem vorbestimmten
Teil der PreRform 12 befestigt. Die Tiefe der Offnung
18 des Abdichtungsharzteils 10 betragt ungefahr 0,2
mm, und die Dicke des Abstandshalters 20 wird auf
einen Wert von etwas mehr als 0,2 mm in Anbetracht
der Komprimierbarkeit festgelegt.

[0044] Hierbei betragt die Breite des Abstandshal-
ters 20 (eine Dimension des Sensorteils in Richtung
der Breite) ungefahr das 2fache derer des Sensor-
teils 4. Deshalb wird ein Umfangsteil des Sensorteils
4 auf beiden Seiten des Sensorteils 4 in der Richtung
der Breite des Sensorteils 4 exponiert. Genauer ge-
sagt, die Dimension des Abstandshalters 20 in der
Richtung der Breite wird so festgelegt, dal ein Ab-
stand S zwischen einem Ende des Sensorteils 4 in
der Richtung der Breite und einem Ende des Ab-
standshalters 20 0,3 mm bis 1,0 mm betragt, wie in

Fig. 4 gezeigt.

[0045] Auch in dem Fall, wenn die Offnung 18 mit
dem Abstandshalter 20 mit der oben angegebenen
Dimension gebildet wird, besteht die Mdglichkeit, da®
sich ein Formgrat bildet, wie in Eig. 2 gezeigt. Da je-
doch die Lange des Formgrats ungefahr 0,3 mm-0,5
mm ab dem Ende des Abstandshalters betragt, wie
oben erwahnt, erreicht der Formgrat auch dann nicht
den Sensorteil 4, wenn der Formgrat so wie in Fig. 3
gebildet wird. Deshalb wird verhindert, dafl® der Sen-
sorteil 4 die Funktion als Sensorteil auf Grund des
Formgrats 16 verliert, der den Sensorteil 4 bedeckt.

[0046] Da die Breite des Halbleiterchips ungefahr 4
mm betragt, wird es unmdglich, falls die obige Dimen-
sion S 1 mm Uberschreitet, die Harzeinkapselung der
Elektroden des Halbleiterchips 2 vorzunehmen, die
auf derselben Oberflache wie der Sensorteil 4 gebil-
det sind. Es ist vorzuziehen, die obengenannte Dis-
tanz S auf der Basis der obigen Einschrankungen
hinsichtlich der Dimensionen auf 0,3 mm — 1,0 mm
festzulegen. Ein Anfangspunkt der Distanz S wird
hierbei als Position entsprechend dem Ende des Ab-
standshalters 20 bestimmt, das heif3t, entsprechend
dem Ende des Bodens der Offnung 18, wenn sich
kein Formgrat bildet.

[0047] Fig.5 ist eine Querschnittsansicht einer
zweiten Fingerabdrucksensorvorrichtung. Fig. 6 ist
eine Querschnittsansicht, die einen Harzformprozef}
des Halbleiterchips 2 bei einem Herstellungsprozef}
der in Fig. 5 gezeigten Fingerabdrucksensorvorrich-
tung zeigt.

[0048] Die zweite Fingerabdrucksensorvorrichtung
hat dieselbe Struktur wie die erste Fingerabdruck-
sensorvorrichtung, die in Fig. 3 gezeigt ist, aulder der
Konfiguration der Offnung, die in dem Harzabdich-

tungsteil gebildet ist. Im vorliegenden Fall hat die
Konfiguration der Offnung eine Stufe in ihrem Boden,
wie in Fig. 5 gezeigt, so dal ein Stufenteil 18A mit ei-
ner Héhe von 70 Mikrometer bis 150 Mikrometer
rings um die exponierte Flache des Sensorteils 4 ge-
bildet wird.

[0049] Um den Stufenteil 18A zu bilden, wird der
Abstandshalter 20A zweistufig konfiguriert, wie in
Fig. 6 gezeigt. Das heil}t, die Flache der oberen Stu-
fe des Abstandshalters 20A kontaktiert den Sensor-
teil 4 und wird angepref3t, und die Flache rings um die
obere Stufe liegt 70 um — 150 pm unter der Flache der
oberen Stufe. Wenn die Harzformung unter Verwen-
dung des so gebildeten Abstandshalters 20A ausge-
fuhrt wird, flie3t das Abdichtungsharz in einen Lu-
ckenraum G von 70 ym bis 150 pm, der zwischen der
Flache der unteren Stufe und der Flache des Halblei-
terchips 2 gebildet wird, wodurch der in Fig. 5 gezeig-
te Stufenteil 18A entsteht.

[0050] Hierbei wird, wenn das Abdichtungsharz in
die Licke G flieRt, ein Druck des in die Licke G flie-
Renden Harzes schnell kleiner, da die Licke G klein
ist. Wenn das Abdichtungsharz den tiefsten Teil der
Licke erreicht, d. h., in der Nahe des Endes des Sen-
sorteils 4, wird somit der Druck des Abdichtungshar-
zes sehr klein, und daher kann das Abdichtungsharz
nicht zwischen den Abstandshalter 20A und den
Sensorteil 4 eindringen. Deshalb kann verhindert
werden, dal3 ein Formgrat durch das Abdichtungs-
harz gebildet wird, das zwischen den Abstandshalter
20A und den Sensorteil 4 gelangt.

[0051] Falls die Breite der Liicke G, das heil’t, die
Hohe des Stufenteils 18A von dem Sensorteil 4 zu
klein ist, kann das Abdichtungsharz nicht in die Licke
G flieRen. Falls andererseits die Hohe des Stufenteils
zu grof} ist, ist ein Druckverlust klein, und das Abdich-
tungsharz behalt einen Druck bei, der ausreicht, um
einen Formgrat zu bilden. Falls das Abdichtungsharz
jenes ist, das normalerweise beim Transfer-Verfah-
ren verwendet wird, und falls die Liicke G 70 um bis
150 pym mifdt, kann das Abdichtungsharz den tiefsten
Teil der Licke erreichen, wahrend ein Druck des Ab-
dichtungsharzes angemessen verringert wird. Ohne
einen Formgrat im Boden der Offnung 18 des Abdich-
tungsharzteils 10 zu bilden, kann deshalb die gesam-
te Oberflache des Halbleiterchips 2 in dem Abdich-
tungsharz eingekapselt sein, wahrend der Sensorteil
4 unbedeckt ist.

[0052] Nun folgt eine Beschreibung einer Fingerab-
drucksensorvorrichtung gemaf einer ersten Ausflih-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Fingerab-
drucksensorvorrichtung gemaf der ersten Ausflih-
rungsform bezieht sich besonders auf eine Fingerab-
drucksensorvorrichtung des Uberstreichtyps. Zuerst
wird die Fingerabdrucksensorvorrichtung des Uber-
streichtyps unter Bezugnahme auf Fig. 7 erlautert.
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[0053] Die Fingerabdrucksensorvorrichtung des
Uberstreichtyps ist ein Sensor, der ein Muster eines
Fingerabdrucks erkennt, indem ein Finger, der einen
Fingerabdruck hat, bewegt wird, wahrend der Finger
mit dem Sensorteil in Kontakt ist. Ein Kapazitatssen-
sor kann als Sensorteil verwendet werden, und in
solch einem Fall wird ein individuelles Fingerabdruck-
muster dadurch erkannt, daf} eine Operation bei ei-
ner Kapazitatsveranderung auf Grund einer Uneben-
heitsbewegung entsprechend dem Fingerabdruck
beim Bewegen eines Fingers ausgefihrt wird. Falls
die Héhe H des Teils, der die Offnung umgibt, worin
der Sensorteil exponiert ist, grof} ist, ist es deshalb
schwierig, den Finger zu bewegen, wahrend ein Fin-
ger den Sensorteil kontaktiert. Aus diesem Grund ist
es vorzuziehen, wenn der umgebende Teil der Off-
nung in der Bewegungsrichtung des Fingers so nied-
rig wie moglich gehalten wird.

[0054] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht der Fin-
gerabdrucksensorvorrichtung gemaf der ersten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 9 ist
eine Querschnittsansicht, die einen Harzformprozef}
des Halbleiterchips 2 bei einem Herstellungsprozef
der in Fig. 8 gezeigten Fingerabdrucksensorvorrich-
tung zeigt. In Eig. 8 und Eig. 9 sind Teile, die diesel-
ben wie die in Eig. 5 und Fig. 6 gezeigten Teile sind,
mit denselben Bezugszeichen versehen, und Be-
schreibungen derselben werden weggelassen.

[0055] Bei dem Fingerabdrucksensor des Uber-
streichtyps gemaR der ersten Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung ist der Halbleiterchip 2 in ei-
nem Zustand in dem Abdichtungsharz eingekapselt,
wenn die Oberflache des Halbleiterchips 2 auf einer
stromabwartigen Seite des Sensorteils in der Scan-
richtung exponiert ist. Das heil3t, der Halbleiterchip 2
ist in einem Zustand in dem Abdichtungsharz einge-
kapselt, wenn das Abdichtungsharz in einem umge-
benden Teil der Offnung 18B auf der stromabwarti-
gen Seite des Sensorteils 4 in der Scanrichtung ent-
fernt ist. Es sei erwdhnt, dall vorzugsweise ein
Schutzfilm auf einem exponierten Teil der oberen Fla-
che des Halbleiterchips gebildet wird.

[0056] Die obige Offnung 18B kann durch Anbrin-
gen eines Abstandshalters 24 an der Pref3form 12
gebildet werden, wie in Fig. 9 gezeigt, so dal} sich
der Abstandshalter 24 auf der stromabwartigen Seite
des Sensorteils 4 in der Scanrichtung erstreckt. Der
Abstandshalter 24 wird so konfiguriert und angeord-
net, um die obere Flache des Halbleiterchips 2, der
zu verkapseln ist, zu bedecken und sich weiter auf
die stromabwartige Seite zu erstrecken. Deshalb
kann, wenn ein Finger zur Fingerabdruckerkennung
gescant wird, der Finger ohne jeden Widerstand sanft
bewegt werden, wodurch die Genauigkeit der Finger-
abdruckerkennung verbessert wird.

[0057] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht, die eine

Variante der Fingerabdrucksensorvorrichtung geman
der obigen ersten Ausfiihrungsform zeigt. Fig. 11 ist
eine Querschnittsansicht, die einen Prozel3 der Harz-
formung des Halbleiterchips bei einem Herstellungs-
prozel® der in Fig. 10 gezeigten Fingerabdrucksen-
sorvorrichtung zeigt.

[0058] Die Fingerabdrucksensorvorrichtung von
Fig. 10 ist mit einem Vorsprung 26 versehen, der
durch das Abdichtungsharz gebildet wird, um langs
eines Grenzteils zwischen dem Halbleiterchip 10 und
dem Abdichtungsharzteil 10 leicht hervorzustehen.
Der Vorsprung 26 kann leicht gebildet werden, indem
eine Kerbe in dem Abstandshalter 24 vorgesehen
wird, welche Kerbe so konfiguriert wird, um der Kon-
figuration des Vorsprungs 26 zu entsprechen, wie in
Fig. 11 gezeigt. Der Vorsprung 26 ist an einer Stelle
vorgesehen, um den Rand des Halbleiterchips 2 zu
bedecken, und dient dazu, das Abplatzen oder Be-
schadigen des Randes des Halbleiterchips 2 zu ver-
hindern.

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 12 folgt nun eine
Beschreibung einer Fingerabdrucksensorvorrichtung
gemalf einer zweiten Ausflihrungsform der vorliegen-
den Erfindung. Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht
der Fingerabdrucksensorvorrichtung gemafl der
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Eig. 13 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Vorbereitungsprozel® vor dem Ausfihren der Harz-
formung eines Halbleiterchips bei einem Herstel-
lungsprozel’ der in Fig. 12 gezeigten Fingerabdruck-
sensorvorrichtung zeigt. Eig. 14 ist eine Querschnitt-
sansicht, die einen Prozel3 der Harzformung eines
Halbleiterchips bei einem Herstellungsproze® der
Fingerabdrucksensorvorrichtung von Eig. 12 zeigt.

[0060] Die Fingerabdrucksensorvorrichtung gemaf
der zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung hat eine Struktur, bei der ein Abschnitt der Fla-
che des Halbleiterchips 2 ahnlich wie bei der in Fig. 8
gezeigten Fingerabdrucksensorvorrichtung exponiert
ist, so dal® der Sensorteil 4 durch einen Finger leicht
gescant werden kann. Jedoch ist bei der vorliegen-
den Ausfihrungsform zum Schutz des Randes des
Halbleiterchips 2 der Abdichtungsharzteil 10 etwas
héher als die exponierte Flache des Halbleiterchips 2
gebildet.

[0061] Damit die Flache des Abdichtungsharzteils
10 etwas hoher als die Flache des Halbleiterchips 2
wird, wie in Fig. 13 gezeigt, wird zuerst ein Schutz-
band 30 auf der oberen Flache des Halbleiterchips 2
vor dem Ausflihren der Harzformung angebracht.
Das Schutzband 30 ist vorzugsweise aus einem Ma-
terial, das dasselbe wie jenes des obigen Abstands-
halters ist. Dann erfolgt das Harzformen, wie in
Eig. 14 gezeigt, in einem Zustand, wenn das Schutz-
band 30 Uber dem Sensorteil 4 und einem Teil der
Flache des Halbleiterchips 2, der zu exponieren ist,
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angebracht ist. Nach dem Formen wird der Schutz-
film 30 durch Abschéalen entfernt, und die in Fig. 12
gezeigte Fingerabdrucksensorvorrichtung ist vollen-
det. Deshalb wird ein HOhenunterschied entspre-
chend der Dicke des Schutzbandes 30 zwischen der
oberen Flache des Abdichtungsharzteils 10 und der
oberen Flache des Halbleiterchips 2 erzeugt. Da-
durch kann der Rand des Halbleiterchips 2 geschutzt
werden.

[0062] Alternativ kann ein lichtempfindliches Harz
Uber dem Sensorteil 4 und der oberen Flache des
Halbleiterchips 2 anstelle des Schutzbandes 30 auf-
getragen werden. Das heif’t, ein lichtempfindlicher
Harzfilm 32 wird, wie in Fig. 15 gezeigt, auf dem Sen-
sorteil 4 und dem Teil der Oberflache des Halbleiter-
chips 2, der zu exponieren ist, gebildet. Der lichtemp-
findliche Harzfilm 32 kann unter Verwendung einer
Technik zum Mustern und Atzen eines Resists gebil-
det werden, die bei einem herkdmmlichen Herstel-
lungsverfahren von Halbleiterchips zum Einsatz
kommt.

[0063] Dann erfolgt, wie in Eig. 16 gezeigt, die Harz-
formung in einem Zustand, wenn der lichtempfindli-
che Harzfilm 32 ber dem Sensorteil und dem zu ex-
ponierenden Teil der Oberflache des Halbleiterchips
2 gebildet ist. Nach dem Formen wird der lichtemp-
findliche Harzfilm 32 durch Belichten und Abwaschen
entfernt, wie in Eig. 17 gezeigt, und die in Eig. 12 ge-
zeigte Fingerabdrucksensorvorrichtung ist vollendet.
Deshalb wird ein Hohenunterschied entsprechend
der Dicke des lichtempfindlichen Harzfilms 32 zwi-
schen der oberen Flache des Harzabdichtungsteils
10 und der oberen Flache des Halbleiterchips 2 er-
zeugt. Dadurch kann der Rand des Halbleiterchips 2
geschiutzt werden.

[0064] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
speziell offenbarten Ausflihrungsformen begrenzt,
und Veranderungen und Abwandlungen kdnnen vor-
genommen werden, ohne vom Umfang der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen.

Patentanspriiche

1. Fingerabdrucksensorvorrichtung zum Erken-
nen eines Musters eines Fingerabdrucks, indem sie
mit einem Finger kontaktiert wird, mit:
einem Halbleiterchip (2), der eine Oberflache hat, wo-
rauf ein Sensorteil (4) gebildet ist; und
einem Abdichtungsharzteil (10), der den Halbleiter-
chip (2) einkapselt,
dadurch gekennzeichnet, dafl der Sensorteil (4)
und ein Teil einer Oberflache des Halbleiterchips (2)
in einem Boden einer Offnung, die in dem Abdich-
tungsharzteil (10) gebildet ist, exponiert sind und ein
Abschnitt des Abdichtungsharzteils (10), der die Off-
nung bildet, in einer Richtung, in der sich der Finger
zu bewegen hat, eine flache Oberflache innerhalb

derselben Ebene ist, in der eine exponierte Oberfla-
che des Halbleiterchips (2) liegt.

2. Fingerabdrucksensorvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal® ein Vor-
sprung (26) als Teil des Abdichtungsharzteils (10) ge-
bildet ist, welcher Vorsprung (26) sich rittlings auf ei-
ner Grenze und langs derselben zwischen der expo-
nierten Oberflache des Halbleiterchips (2) und der
flachen Oberflache des Abdichtungsharzteils (10) er-
streckt.

3. Fingerabdrucksensorvorrichtung zum Erken-
nen eines Musters eines Fingerabdrucks, indem sie
mit einem Finger kontaktiert wird, mit:
einem Halbleiterchip (2), der eine Oberflache hat, wo-
rauf ein Sensorteil (4) gebildet ist; und
einem Abdichtungsharzteil (10), der den Halbleiter-
chip (2) einkapselt,
dadurch gekennzeichnet, dal® der Sensorteil (4) und
ein Teil einer Oberflache des Halbleiterchips (2) in ei-
nem Boden einer Offnung, die in dem Abdichtungs-
harzteil (10) gebildet ist, exponiert sind und ein Ab-
schnitt des Abdichtungsharzteils (10), der die Off-
nung bildet, in einer Richtung, in der sich der Finger
zu bewegen hat, niedriger als andere Abschnitte des
Abdichtungsharzteils (10), aber hoher als eine expo-
nierte Oberflache des Halbleiterchips (2) ist.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen

7/24



DE 602 08 328 T2 2006.07.20

Anhangende Zeichnungen
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